
非接觸式干涉式測厚儀
NCG



NCG

NCG是一款採用光學干涉技術的測厚儀。待測物不
同層界面所反射的光波彼此產生干涉，再根據干涉
訊號計算各層厚度。

本測厚儀可用於量測不同類型的工件，包括玻璃、
塑膠及矽晶圓。藉由紅外光源，也能量測部分在一
般可見光下不透明的材料。

Marposs量測系統旨在優化並穩定機台循環時間、
確保最終   產品品質，並能在關鍵製程步驟之前、進
行中或完成後執行製程監控。

MarpossNCG具備高速資料處理能力，可整合至各
類機台，快速且精準地監控工件厚度。系統可安裝
於專用治具或機台內部，並能在技術規格所允許的
範圍內，應用於乾式或濕式環境。

系統說明 產品優勢

	▶ 確保工件厚度維持於目標公差範圍內
	▶ 優化生產週期
	▶ 確保並維持穩定、可控的產能
	▶ 補償製程漂移
	▶ 建立可追溯的生產履歷

典型應用

	▶ 各類矽晶圓及藍寶石晶圓厚度量測
	▶ 背磨與研磨製程中的晶圓厚度即時監控
	▶ 薄層及厚層檢測
	▶ 膠帶厚度監控

塑膠瓶

矽晶圓

手機玻璃蓋板

拋光矽晶圓

薄型玻璃



量測原理 光學干涉式
量測項目 厚度、距離
光源 SLED

量測範圍*註
S1 = 37÷1850 µm 
S2 = 74÷3700 µm 
T1 = 15÷850 µm 

精度 S1-T1機型: ≤ 1 μm
S2機型 ≤ 2 μm

軸向解析度 30 nm

通道數 1

通訊介面 Ethernet (10/100Mbit) 
RS232 /RS422選配

網路連線 是
電源 12÷24 Vdc (+20%/-15%)

功耗 30 W

防護等級 IP40 (IEC 60529標準)

重量 2.8 Kg

尺寸 (mm) S1機型: 127 (w) x 129 (h) x 255,5 (d)
S2-T1機型: 127 (w) x 129 (h) x 271,5 (d)

NCG量測
NCG干涉式量測採用靈活且易於操作的設計。每一個量測單元皆可連接至由機台控制的感測器網路。系統
針對高反射、表面粗糙或不透明工件，提供專用的訊號處理功能。藉由升級的電子系統，可在設備運行期間
持續執行量測，並儲存長達數小時的連續量測資料，供後續資料分析、品質管制及機台效能評估使用。
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S2 - T1機型

光學探頭
Marposs光學探頭經過專業設計，無論在高度潔淨或嚴苛的工業環境中，皆能維持最佳量測性能。即使環境

中存在水或其他具腐蝕性的介質，測頭仍可正常使
用。 每一項零組件皆經過測試，確保在振動、高溫
及高濕度條件下仍具備可靠性。機構配置可依客戶
需求進行客製化，並可用於工件厚度及距離量測。量測項目*註 厚度

工作距離（WD） 1.6mm**註 10, 100 mm

光點直徑 18-30 µm

橫向解析度 9-15 µm

與工件表面的夾角 90° ± 2°

光纖長度 3 / 4 m

光纖彎曲半徑 30 mm

防護型光纖 選配
防護等級
IEC 60529標準 IP68 IP40

重量(不含纜線) 915 g 80 g
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*註=另有距離量測版本可供選擇。
**註 =1.6 mm工作距離適用於IP68光學筆型測頭，此測頭可在去離子水（DI Water）
環境中使用。

上述性能數據皆於靜態量測條件下測得。量測性能保證適用於15～35 °C的環境溫度
範圍。
*註 =上述量測範圍以折射率n＝1為基準。如需計算其他材料的量測範圍，應將表列
範圍除以該材料的折射率。當待測物的表面粗糙度Ra＞0.1時，實際量測範圍可能受
到限制。
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